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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T28859—2012《电子元器件用环氧粉末包封料》和GB/T28861—2012《环氧粉末

包封料熔融流动性试验方法》。与GB/T28859—2012、GB/T28861—2012相比,除结构调整和编辑性

改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了术语和定义(见第3章);

b) 更改了产品的分类(见第4章,GB/T28859—2012的3.1);

c) 删除了组成和材料(GB/T28859—2012的3.2);

d) 更改了包封料粉末的性能(见5.1,GB/T28859—2012的4.1);

e) 更改了包封料固化物的性能(见5.2,GB/T28859—2012的4.2);

f) 更改了软化点[科夫尔(kofler)热板法]的设备、试验步骤、结果(见6.1.3,GB/T28859—2012
的5.1.3);

g) 更改了流动性试验方法试样准备、测试步骤、试验报告(见6.1.6和附录B,GB/T28859—2012
的5.1.6,GB/T28861—2012的第5章~第8章);

h) 更改了固化物检验要求(见6.2,GB/T28859—2012的5.2);

i) 更改了绝缘电阻表述和引用文件(见6.2.3,GB/T28859—2012的5.2.3);

j) 更改了玻璃化温度引用文件(见6.2.5,GB/T28859—2012的5.2.5);

k) 更改了耐温度冲击描述(见6.2.9,GB/T28859—2012的5.2.9);

l) 更改了硬度的测试方法(见6.2.10,GB/T28859—2012的5.2.10);

m) 增加了“弯曲强度”“弯曲模量”“导热系数”“电导率”“相比电痕化指数(CTI)”和“体积电阻率”
试验方法(见6.2.11~6.2.15);

n) 更改了鉴定检验和质量一致性检验项目和抽样描述(见7.2,7.3,GB/T28859—2012的6.2,6.3);

o) 更改了包装、标志、贮存、运输的要求(见第8章,GB/T28859—2012的第7章)。
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电子封装用环氧粉末包封料

1 范围

本文件规定了电子封装用环氧粉末包封料(以下简称“包封料”)的产品分类、要求、检验规则和包

装、标志、贮存、运输要求,描述了相应试验方法。
本文件适用于陶瓷电容器、压敏电阻器、薄膜电容器、电阻网络、热敏电阻器等电子元器件流化床等

包封用环氧粉末包封料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T1034—2008 塑料 吸水性的测定

GB/T1408.1 绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分:工频下试验

GB/T1409—2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损

耗因数的推荐方法

GB/T1636 塑料 能从规定漏斗流出的材料表观密度的测定

GB/T2411 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)
GB/T3139 纤维增强塑料导热系数试验方法

GB/T4207—2022 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法

GB/T4722—2017 印制电路用刚性覆铜箔层压板试验方法

GB/T5169.16—2017 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰50W水平与垂直火焰

试验方法

GB/T6003.1 试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛

GB/T9341 塑料 弯曲性能的测定

GB/T21782.9 粉末涂料 第9部分:取样

GB/T26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T28858—2012 电子元器件用酚醛包封料

GB/T28860 环氧粉末包封料胶化时间测定方法

GB/T28862 环氧粉末包封料试样加工方法

GB/T31838.2 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分:电阻特性(DC方法) 体积电阻和

体积电阻率

GB/T31838.4 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第4部分:电阻特性(DC方法) 绝缘电阻

GB/T36800.2 塑料 热机械分析法(TMA) 第2部分:线性热膨胀系数和玻璃化转变温度的

测定

GB/T40564—2021 电子封装用环氧塑封料测试方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
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